
信紘科技股份有限公司
高科技建廠與永續製造的整合服務夥伴

股票代碼：6667



本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前對於未來的看法。
對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負責隨時
提醒或更新。

本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中
所呈現或所包含之資訊正確性、公正性或完整性。

本簡報及同時發布之相關訊息內容來自公司內部及外部來源
所取得之預測結果。本公司未來實際所發生之營運結果、財
務狀況及業務展望，可能因為各種無法掌握之風險因素，導
致與預測性資訊所明示、暗示預估有所差異。
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執行長 成立時間  營運據點

龔楚喬 林欣德 王怡文 1995
台灣
苗栗、台中、台南

資本額 員工人數 營運據點

492,789 千元
信紘科技 629

子公司     377

海外
日本、美國、泰國

信紘科技：高科技建廠與永續製造的整合服務夥伴
信紘科技（Trusval Technology，股票代號：6667）成立於1995年，深耕高
科技製造供應鏈布局，並由既有廠務供應設備系統服務，逐步拓展至機電統
包、建廠總承攬及整合型工程解決方案。
目前業務範疇涵蓋廠務設備、製程二次配裝機服務，以及高科技廠房整合建
置與機電統包工程，可依客戶建廠及擴產需求，提供從工程規劃、設計、採
購、施工、測試驗證至系統整合與專案管理的一站式服務。憑藉跨工種整合、
精密製程系統建置及大型專案管理能力，公司持續提升高附加價值工程案件
比重，協助客戶縮短建廠時程、確保工程品質並提升營運效率。
因應全球淨零轉型與資源循環需求，信紘科技亦積極發展製程機能水設備、
廢液處理與循環經濟解方、資源零廢中心建置等業務，將工程整合能力延伸
至綠色製造與永續基礎建設。



公司簡介

產業範疇
深耕高科技建廠與一般產業建設，提供完整工程服務解決方案 

現有三大業務型態
依在建工程訂單主要分成三種類型：

小案件
廠務設備系統類 

01

大案件
大型廠務主系統

與二次配 

GC案件
二次配統包、
機電工程統包

02 03

高週轉
高毛利

高訂單能見度

營收基本盤
單案金額高
案件規模提升

• 提供特氣特化廠務供應設備、系統建置、現場工程 

• 製程設備二次裝機工程，特別是化學品、超純水、
氣體管路二次配管與現場工程 

一般產業 
中大型建案、科技廠辦、公共建設、零廢循環處理設施等 

高科技廠房設施產業 
半導體、記憶體、先進封裝、IC 載板等製造業 

• 五大管線、土建、機電空調系統、消防、監控、管
路等工程統包
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單一廠務系統 二次配工程 
大型 turnkey

GC/EPC
綠色製造與營

運服務

01 02 03 04四大特色產品服務
具備多樣收益型態
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台灣  核心基本盤｜高週轉、高確定性工程收入

◼ 台灣供應鏈完整、工項標準化高，人力與材料可快速調度，支援新建、擴建與改建需求

◼ 營收認列週期：主系統約 6–8 個月；二次配約 4–6 個月

深耕廠務主系統、二次配與特氣特化工程逾 30 年，累積高科技廠務工程經驗與執行能力

同時多點建廠計畫與緊湊時程
促使信紘快速切入新工程領域

二次配
純水／

廢水
無塵室 機電

海外 新商機｜既有工項跨入新工程領域 服務範疇擴張



競爭優勢

1  專項二次配

2  二次配統包

3  跨國 GC／工程管理

海外新興區域

非美日地區，擴大客戶
全球服務版圖

德國 

Germany

新加坡 

Singapore

結合策略聯盟夥伴承攬
案件，貼近客戶全球服
務
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高技術門檻二次配工程切入

• 快速落地接單，滿足客戶
急迫建置需求 

• 建立當地執行經驗

• 大廠同步新建與擴充，跨
系統工程資源需求量大

• 信紘開始有機會承攬範圍
大、整合複雜度高的大型
統包案件

• 台灣、海外同時間、多
地承攬大型統包案件

• 複雜度、承攬規模與資
源調度能力同步提升，
提升工程管理角色

統包 站上新戰略地位｜市場需求浮現、提升接單地位級別
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營運概況-主要產品別營收比重

單位：新台幣仟元

項目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年Q2

小案件 1,190,708 1,548,282 1,599,980 2,213,512 3,582,914 1,979,136 

大案件 334,610 789,506 564,926 1,176,749 2,533,130 1,166,542 

GC案件 - - - - - 7,135 

綠色製程解決方案 235,785 129,417 247,724 237,520 238,714 66,305 

合計 1,761,103 2,467,205 2,412,630 3,627,781 6,354,758 3,219,118 
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單位：仟元/新台幣
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營運概況-近五年損益表

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年Q2

營業收入 1,761,103 2,467,205 2,412,630 3,627,781 6,354,758 3,219,118

營業成本 1,377,782 1,953,401 1,767,732 2,773,332 5,064,074 2,470,535

營業毛利 383,321 513,804 644,898 854,449 1,290,684 748,583

毛利率 21.77% 20.83% 26.73% 23.55% 20.31% 23.25%

營業費用 230,959 281,432 286,899 371,330 529,142 393,529

營業利益 152,362 232,372 357,999 483,119 761,542 355,054

營業利益率 8.65% 9.42% 14.84% 13.32% 11.98% 11.03%

業外收(支)淨額 18,020 40,252 42,729 71,301 60,767 111,744

所得稅(費用) 41,029 61,844 79,847 118,450 180,376 94,035

稅後歸屬於
母公司淨利

130,103 211,155 321,256 439,623 653,925 379,278

EPS(元) 3.27 5.11 7.17 9.69 13.77 7.70
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營運概況-股利政策

股本(仟元) 397,789 397,789 447,789 461,789 492,789

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

每股盈餘(EPS) 3.27 5.11 7.17 9.69 13.77

現金股利(元/股) 2.94 4.24 6.46 8.55 11.7052

配發率 89.91% 82.97% 90.10% 88.24% 85.01%
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市場分析

客戶新建／擴建
晶圓廠、先進封裝與海外產能同步擴張

全球建廠／設備 CAPEX
AI、先進製程、HBM 與先進封裝推升投資

信紘可承攬工程池

2028 全球 WFE 預估

US$220B

半導體製造商全球近 20 座廠同步施工

工程規模約過往 4–5 倍

客戶 CAPEX 落地建廠，帶動廠務、機電與
工程整合需求

01

02

03

2026.08.31

AI設備投資再上修！SEMI：
2028年晶圓廠設備衝2,200億
美元、測試與封裝同步創高

全球近20座廠仍不夠！半導體
高層曝「AI需求30年來罕見」：
設備需求半年暴增9成

盼別成產業瓶頸 記憶體製造董
座：10年3千億美元全球擴產

2026.09.03

2026.09.03

主系統｜二次配｜海外工程｜
HTF/ MEP／EPC

三大市場訊息轉化為信紘成長動能

先進製程／先進封裝
晶圓廠高階製程、先進封裝
持續擴產

海外建廠
美國、日本、歐洲等
海外產能擴張

AI／資料中心與一般建設
AI 基礎設施與
商業／工業建設需求

主系統
二次配

海外工程
MEP

EPC
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在手訂單能見度 2026 2027 2028

未來展望

高科技廠務：在手訂單能見度至 2028

主系統
大型晶圓廠建廠高峰延續
案件滿載｜能見度至 2028

支援新建廠、既有廠與
改建廠需求

二次配
既有廠、新建廠、改建廠需求持續
工程訂單滿載｜能見度至 2028

GC／二次配統包
成功取得部分廠區二次配統包案
單案規模放大

因應客戶擴產拉貨及廠
務改擴建需求

大型 GC 雖稀釋毛利率
但放大單案規模
與整體獲利

2026 H2

下半年起
營收認列增加

供應商議價能力提升 下包商談判能力提升 人力派遣掌握度提升 缺工應變能力強化

短週期專案支撐近期營收

◼ 透過在手訂單規模量體，持續強化以下優勢：
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機電空調統包：進入數十億級等案件規模
2023年起投入新事業發展，成長效益逐漸浮現，引領信紘大型GC案件指標

多重效益加乘
案件規模與範疇擴大、槓桿出更大營運效益

單案規模↑ 營收↑ 採購量↑ 議價力↑ 
市場地位 ↑ 

1. 小型機電系統

2. 中型機電EPC

3. 大型 GC 統包

千萬級訂單
百人規模
專案工程團隊

數十億級
在手訂單

案件升級路徑
從機電工程到大型 GC，打造
長期成長動能

◼ 增加競爭力

培養一般建設統包工程管理能力，從小型機電案件逐步升級至
大型 GC統包承攬

◼ 新市場、新領域

看好 AI 應用衍伸基礎建設機電需求，持續建立指標
實績，並透過日本、美國子公司輸出海外，降低單
一產業景氣循環影響

兩大策略培育機電事業
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銳源環境科技：佈局綠色循環事業、切入零廢減碳領域
從廢棄物處理到循環再生，延伸高科技製造業服務範疇

01

廢棄物設施建置

處理單元規劃與系統建置

02

營運支援／代操

維修保養、廠區進駐營運

03

循環再生

資源化、再生利用

04

再生產品銷售

創造循環經濟價值

支援客戶
零廢減碳目標

成立專責子公司｜銳源環境科技

⚫ 2025年 12 月分割機能水與循環經濟系統事業成立 

⚫ 聚焦零廢減碳、綠色循環與循環經濟技術整合 

⚫ 提供系統整合、解決方案落地與建置總承攬一站式服務

多元營收來源

設備／耗材
買賣 

維修保養
服務 

廢棄物處理
設施建置 

廠區進駐
營運代操

循環再生
產品銷售

> > > >

一次性工程收入     → 多元且持續性收入

更前期參與客戶建廠規劃 ｜ 擴大既有客戶服務範疇 ｜ 建立持續性收入
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核心基本盤 × 海外成長 × 統包規模 × 持續性收入

從高科技廠務工程商，走向具全球執行能力、

規模化統包與持續性收入的整合服務平台
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